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DISPOSITIF PORTABLE A CIRCUIT INTEGRE ET PROCEDE DE FABRICATION. 

_ L'invention concerne un dispositif portable a circuit in- 
tegre comportant un corps support et une mini-carte deta- 
chable portant le circuit integre. Selon I'invention la mini- 
carte (2, 3) est disposee a une extremite (5) du corps sup- 
port (1) qui possede une forme allongee. 

L'invention s'applique aux mini-cartes SIM pour les tele- 
phones mobiles nouvelle generation. 
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DISPOSITIF PORTABLE A CIRCUIT INTEGRE ET PROCEDE DE 

FABRICATION 



L' invention concerne un dispositif portable a 
circuit integre comportant un corps support et une 
mini-carte detachable de type carte a puce de format 
reduit par rapport au format standard des cartes a 
5 puces. Elle concerne egalement un procede de 
fabrication dudit dispositif. 

On rappelle que les cartes a circuit integre a 
contact affleurants permettent d'effectuer par exemple 
des transactions securisees de type monetique, 
10 d' identification ou de telecommunications. Les 
dimensions des cartes ainsi que le positionnement des 
contacts sont definis par un standard correspondant aux 
normes Internationales ISO 7810, 7816-1 et 7816-2. 

Ce premier standard definit une carte avec ou sans 
15 contact comme un element portable de faible epaisseur 
et de dimensions : 85 mm de longueur, 54 mm de largeur 
et 0.76 mm d' epaisseur. 

Un deuxieme standard a permis de definir le format 
des cartes a puces dediees au marche de la telephonie 
20 mobile. 

Les cartes a puce dediees a la telephonie ont un 
format reduit par rapport au format ISO qui vient 
d'etre rappele. II s'agit de mini-cartes, denommees 
carte SIM de longueur 25 mm et de largeur 15 mm, 
25 1' epaisseur etant identique a l'epaisseur des cartes 
... r6pondant- au -premier- standard — • — 
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On rappelle qu'une carte a circuit integre a 
contact comporte un dispositif plastique PVC ou ABS 
selon le format standard. Ce dispositif porte au moins 
un microcircuit electronique (appele egalement module 
5 electronique ou micromodule electronique dans la 
litterature) et une serie de plages de contact pour le 
raccordement electrique du microcircuit a un circuit 
d' exploitation . 

On rappelle egalement que selon un procede connu de 

10 fabrication d'une telle carte, le support de la carte 
de circuit integre est realise par moulage d'une 
matiere plastique ou par lamination, puis le 
microcircuit est incorpore dans le support de carte au 
cours d'une operation dite "encartage" . En pratique, on 

15 vient coller le microcircuit dans une cavite prevue a 
cet effet dans le support. 

On rappelle egalement que jusqu'a present, une 
carte a circuit integre a contact de format reduit 
(mini-carte) par rapport au format standard, est 

20 realisee a partir du procede de fabrication d'une carte 
de format standard que l'on termine par une operation 
de pre-decoupe partielle du support de carte pour 
delimiter une region comprenant la zone des contacts. 

C f est done dans ce support que l'on vient ensuite 

25 realiser la carte de format reduit, en realisant une 
fente de contour qui est formee dans ce support autour 
d'une portion interne comportant le microcircuit et les 
plages de contact. Cette fente permet de limiter la 
carte repondant au deuxieme format correspondant a la 

30 mini-carte, laquelle se trouve reliee a la carte de 
format standard par des bretelles que l'on a pris soin 
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de laisser lors de la formation de la fente contour de 
maniere a ce que la carte de format standard serve de 
support a la mini-carte. 

La mini-carte est detachee soit en decoupant une 
bretelle a l'aide d' un outil, soit en provoquant la 
rupture de ces bretelles par pression sur la portion 
interne a l'aide d'un outil ou plus simplement avec le 
doigt . 

Ce n'est qu' a la fin de la fabrication de la carte 
que la pre-decoupe est realisee, par exemple par 
poinconnage ou a l'aide d'un outil de decoupe tel qu'un 
faisceau laser ou un jet d' eau a haute pression. 

Un exemple de realisation d'une telle carte est par 
exemple decrit dans le document EP A-0 521 728. 

Le marche de la telephonie mobile est en constante 
mutation et tend vers une miniaturisation au maximum 
des terminaux mobiles. De ce fait, la miniaturisation 
du format mini-carte semble une necessite afin de ne 
pas penaliser la miniaturisation des terminaux. 

On s'oriente done vers une reduction du format des 
cartes destinees a equiper les nouvelles generations de 
telephones mobiles tout en cherchant a conserver la 
taille des circuits integres et meme a 1 ' augmenter . 

C'est a cette nouvelle generation de dispositifs 
portables que l'on s'interesse. En effet, les 
dispositifs portables a mini-carte tels que proposes 
jusqu'a present sont constitues par la carte de format 
standard ISO. Ceci s'avere etre une technique lourde a 
mettre en oeuvre pour les dispositifs portables nouvelle 
generation qui vont avoir des dimensions encore plus 
reduites que ceux proposes jusqu'a aujourd'hui. 



A 



2794059 



La presente invention propose d'apporter une 
solution plus economique car mieux adaptee aux 
dimensions tres reduites des dispositifs portables a 
circuit integre dedies aux nouvelles generations de 
telephones mobiles tout en permettant une manipulation 
aisee de ces dispositifs et en conservant les avantages 
de la personnalisation graphique. 

L' invention concerne un dispositif portable a 
circuit integre comportant un corps support et une 
mini-carte detachable portant le circuit integre, 
principalement caracterise en ce que la mini-carte est 
disposee a une extremite du corps support. 

Selon un premier mode de realisation, la mini-carte 
est reliee au corps support par une ligne de rupture. 

Selon un deuxieme mode de realisation, la mini- 
carte est reliee au corps support par un adhesif 
dispose sur une de ses faces principale. 

Selon une autre ca racter is t ique, le corps support a 
la forme d'une languette. 

Avantageusement , la languette est rectangula ire . 

Avantageusement , la languette a une largeur 
sensiblement egale a celle de la mini-carte. 

1/ invention a egalement pour objet un procede de 
fabrication d'un dispositif portable a circuit integre 
pour lequel on a au prealable reporte les circuits 
integres sur un film support comportant les plages de 
contact et connecte lesdits circuits integres aux 
plages de contact cor respondante formant ainsi des 
micromodules, principalement caracterise en ce qu'il 
comporte les etapes suivantes : 

- mise en place du film support comprenant une 

pluralite de micromodules dans un moule a 

in j ect ion, 
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surmoulage dudit film cote oppose aux plages de 
contact, par une matiere plastique de maniere a 
former un panneau, 
- decoupe du panneau de maniere a obtenir des 
5 corps support comportant a l'une de leurs 

extremites la mini-carte formee par le 
micromodule loge dans la matiere plastique. 
Selon une autre caracter ist ique, le precede 
comporte une etape de predecoupe de 1'extremite des 
10 corps support. 

Selon un mode de realisation, la predecoupe est 
realisee pendant 1' operation de surmoulage, le moule 
ayant une forme adaptee pour obtenir cette predecoupe . 

Selon un autre mode de realisation, la predecoupe 
15 est realisee lors de la decoupe des corps support. 

Dans le cas ou le film support est un dielectr ique, 
la matiere du dielectrique est identique a celle de la 
matiere plastique surmoulee. 

20 D'autres part iculari tes et avantages de 1' invention 

apparaitront clairement a la lecture de la description 
qui est faite ci-apres, qui est donnee a titre 
d'exemple non limitatif et en regard des dessins sur 
lesquels : 

25 - Is figure 1, represente le schema d' un premier 

mode de realisation d' un dispositif conforme a 
1' invention, 

la figure 2, represente une vue en coupe 
transversale selon la figure 1, 
30 - la figure 3, represente la mini-carte obtenue 

apres detachement de 1'extremite du dispositif 
1/ 
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la figure 4, represente un schema d'un deuxieme 
mode de realisation d'un dispositif conforme a 
1' invention, 

la figure 5, represente une vue en coupe 
5 transversale selon la figure 4, 

- les figures 6A et 6B illustrent le procede de 
fabrication dans une variante de realisation, 

- la figure 7 illustre le procede dans une autre 
variante de realisation. 

10 Le dispositif illustre sur les figures 1 a 5 se 

presente sous la forme d' une languette (ou bande) 
plastique de type PVC ou ABS . Cette languette pourra 
etre obtenue par moulage puis par usinage des mini- 
cartes destinees a recevoir les micromodules ou de 

15 preference par surmoulage du micromodule dans le cas du 
mode de realisation represente sur les figures 1 et 2 . 

Le dispositif portable a circuit integre 2 comporte 
done un corps support 1 de forme allongee ayant une 
extremite libre 5 et une mini-carte disposee a cette 

20 extremite 5 du corps 1, et plus precisement dans cette 
extremite 5. 

Le circuit integre 2 pourrait etre colle dans la 
cavite formee a 1' extremite 5 de la languette support. 
Cependant, selon le procede de fabrication propose pour 

25 ce mode de realisation, le micromodule (ensemble forme 
par le circuit integre, les plages de contact et les 
liaisons electriques entre le circuit integre et les 
plages de contact) est fixe en operant un surmoulage 
par injection de matiere dans un moule, le micromodule 

30 etant place dans ledit moule. 

La mini-carte est reliee an corps support par une 
ligne de rupture qui peut etre realisee par des series 
de points perfores, des bretelles, un amincissement de 
l'epaisseur du corps. 
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Avantageusement , 1'extremite 5 comporte une 
predecoupe partielle 10 en epaisseur et en largeur pour 
permettre de detacher cette extremite du reste de la 
languette et obtenir la mini-carte 50 a circuit integre 
denommee dans la suite mini-SIM 3G . On pourra detacher 
1'extremite 5 soit avec un outil de decoupe soit en 
faisant pivoter 1' extremite autour de l'axe de la 
decoupe . 

De preference, la languette support aura une 
largeur sensiblement egale a celle de la carte mini-SIM 
3G. 1/ avantage est d'optimiser la surface a 
personnaliser sans inconvenient de fabrication. 

Dans le cas du deuxieme mode de realisation de la 
languette support illustre par les figures A et 5, la 
mini-carte est constitute par le micromodule qui est 
fixe a la surface de la languette par un adhesif double 
face 6 par exemple. 

Ainsi, la mini-carte pourra etre detachee de la 
languette et etre mise en place dans un telephone 
mobile nouvelle generation. 

L' invention propose un procede de fabrication 
particulierement adapte au premier mode de realisation 
des dispositifs portables, decrits a propos des figures 
1 et 2. 

Les figures 6A, 6B et 7 illustrent ce procede. On 
realise un surmoulage sur le film support 200 des 
micromodules 2-3. 

En effet, dans la technique de fabrication des 
dispositifs potables on utilise la technique de 
fabrication des micromodules avant 1'etape d'encartage. 
A ce stade, les circuits integres sont fixes sur un 
film support qui peut etre constitue d 7 un film 
-dilelectrique portant sur„scL deuxieme..f ace .la grille__de 
contacts metallique ou, directement sur la grille de 
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contacts rnetalliques, le circuit integre etant colle 
par une matiere isolante sur cette grille. 

Dans tous les cas, a ce stade les plots de contact 
des circuits integres sont relies elect riquement aux 
5 plages de contact correspondantes. 

II est done propose selon 1' invention de decouper 
des trongons de film support 200 de maniere a avoir 2 x 
n micromodules 2-3 (figure 6A) ou 1 x n micromodules 2- 
3 (figure 7) et de disposer les troncons de film 200 
10 dans des moules a injection de matiere plastique. 

On obtient apres 1' injection un panneau 100 dans 
lesquels les micromodules 2 sont encastres. 

On decoupe au moyen d'un outil approprie (poincon, 
laser ou autre) des bandes ou languettes 1 selon les 
15 lignes de decoupes 110 pour obtenir la forme 
representee sur les schemas. 

Dans le cas de la figure 6A, on obtiendra un plus 
grand nombre de languettes support que dans le cas de 
la figure 7. Cependant, si l'on conserve les memes 
20 moules, la variante illustree par la figure 7 permettra 
d' avoir des languettes plus longues que celles de la 
figure 6A. . 

A titre d'exemple, les dimensions des languettes 
qui ont ete realisees sont comprises entre 4 et 9 cm 
25 pour la longueur et environ 10 mm pour la largeur. 
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REVINDICATIONS 

1. Dispositif portable a circuit integre comportant 
un corps support et une mini-carte detachable portant 
le circuit integre, caracterise en ce que la mini-carte 
(2, 3) est disposee a une extremite (5) du corps support 
(1) . 

2. Dispositif portable a circuit integre selon la 
revendicat ion 1, caracterise en ce que la mini-carte 
(2,3) est reliee au corps support par une ligne de 
rupture (10) . 

3. Dispositif selon la revendicat ion 1, caracterise 
en ce que la mini-carte (2,3) est reliee au corps 
support (1) par un adhesif (6) dispose sur une de ses 
faces principale. 

4. Dispositif selon l'une quelconque des 
revendicat ions precedentes, caracterise en ce que le 
corps support a la forme d' une languette (1). 

5. Dispositif selon la revendication 4, caracterise 
en ce que la languette est rectangulai re . 

6. Dispositif selon la revendication 5, caracterise 
en ce que la languette a une largeur sensiblement egale 
a celle de la mini-carte. 

7. Procede de fabrication d'un dispositif portable 
3. .circuit _i£^tegre, selon les revendicat ions 1 a 6 et 
pour lequel on a au prealable reporte les circuits 
integres sur un film support comportant les plages de 
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contact et connecte lesdits circuits integres aux 
plages de contact cor respondante formant ainsi des 
micromodules, caracterise en ce qu' il comporte les 
etapes suivantes : 
5 - mise en place du film support (200) comprenant 

une pluralite de micromodules (2, 3) dans un moule 
a injection, 

- surmoulage dudit film (200) cote oppose aux 
plages de contact, par une matiere plastique de 

10 maniere a former un panneau (100), 

- decoupe du panneau de maniere a obtenir des 
corps support (1) comportant a rune de leurs 
extremites (5) la mini-carte (50) formee par le 
micromodule loge dans la matiere plastique. 

15 

8. Procede de fabrication selon la revendicat ion 7, 
caracterise en ce qu'il comporte une etape de 
predecoupe de l'extremite des corps support. 

20 9. Procede de fabrication selon la revendicat ion 8, 

caracterise en ce que la predecoupe est realisee 
pendant 1' operation de surmoulage, le moule ayant une 
forme adaptee pour obtenir cette predecoupe. 

25 10. Procede de fabrication selon la revendica tion 

8, caracterise en ce que la predecoupe est realisee 
lors de la decoupe des corps support. 

11. Procede de fabrication selon l'une quelconque 
30 des revendications precedentes, caracterise en ce que 
dans le cas ou le film support (200) est un 
dielectrique, la matiere du dielectrique est identique 
a celle de la matiere plastique surmoulee. 
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